
Halbleiterleistung bei Surface Mount Speeds

Fortgeschrittene Verpackungslösungen

Hohe Produktivität für die  
	 fortschrittliche Verpackungsmontage

Eine Lösung für alle fortgeschrittenen Verpackungsherausforderungen

�� Genauigkeit: <10 µm, Geschwindigkeit: 16K cph, Fläche: 813 x 610 mm

�� Beliebige Zuführungsmöglichkeit (Wafer, Tray, Tape, Tube, Bulk, 

Direkt Die)

�� Platzieren Sie hochgenaue Aktiv- und Passivelemente auf einer 

Plattform

�� Pick-and-Place auf jedem Untergrund, einschließlich dünn/flex

�� Advanced Process Lab (APL): Führende Prozess- und 

Materialkompetenz; Prozessoptimierung, Fehleranalyse
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Komplettes Spektrum an Aktiv- und 
Passivelementen:
Größe: 008004 - 100 x 100 mm
Dicke: 50 µm – 25 mm

Beliebiges Substrat-Format:
Größe: 20 x 20 mm - 813 x 610 mm
Dicke: 50 µm – 12.7 mm

Umfassende Prozessentwicklung

Fortgeschrittene Funktionen für 
fortgeschrittene Anwendungen:
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FUZIONSC VIDEO (hier klicken)

https://youtu.be/PN2ecnF9lZg

